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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von Schleifringbursten gemal dem Anspruch 1.
Daruber hinaus umfasst die Erfindung, gemaR dem An-
spruch 6 eine Schleifringbirste selbst.

[0002] Schleifringeinheiten bestehen haufig unter an-
derem aus einer Schleifringbiirste und Schleifringen, wo-
bei die Schleifringbirste im Betrieb gleitenden Kontakt
zu rotierenden Schleifringen hat. Derartige Schleifrin-
geinheiten werden in vielen technischen Gebieten ein-
gesetzt, um elektrische Signale oder elektrische Leistung
von einer ortsfesten auf eine sich drehende elektrische
Einheit zu Ubertragen. Dabei ist es wichtig, dass bei-
spielsweise durch federnde Birstenelemente ein guter
und andauernder Kontakt zwischen der Schleifringbirste
und den Schleifringen gegeben ist, auch wenn zum Bei-
spiel die gesamte Schleifringeinheit Vibrationen ausge-
setzt ist.

[0003] In der Auslegeschrift DE 1 275 672 ist eine
Schleifringblrste gezeigt, bei der U-férmige Birsten-
dréhte an einem Birstenblock befestigt sind. Die Bir-
stendréahte werden im Zuge der Montage der Schleifring-
birste durch den Birstenblock hindurch gefihrt und
durch eine Schraubverbindung am Biirstenblock festge-
klemmt. Dieses Herstellungsverfahren hat unter ande-
rem den Nachteil, dass es vergleichsweise aufwéndig
und zeitraubend ist.

[0004] InderPatentschrift US 4 583 797 ist ein Schleif-
ring beschrieben, der ebenfalls im Wesentlichen U-for-
mige Birstendrahte aufweist. Auch hier sind die U-fér-
migen Burstendréhte durch einen Birstenblock, der als
Leiterplatte mit Leiterbahnen ausgebildet sein kann, hin-
durch gesteckt. Die Burstendréhte sind mit der Leiter-
platte so verlétet, dass sich die Létstelle an der dem Rotor
zugewandten Oberflache der Leiterplatte befindet. Diese
Bauweise hat den Nachteil, dass die Montage der ent-
sprechenden Schleifringbirste aufwandig ist. Dartber
hinaus weisen derartig hergestellte Schleifringbursten
hinsichtlich ihrer Federeigenschaften eine nicht optimale
Qualitat auf.

[0005] Das Dokument US-A-4143929 zeigt ebenfalls
eine Schleifringbirste wie oben beschrieben.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Herstellung einer Schleifringbiirste
zu schaffen, welches einen minimalen Montageaufwand
bedingt, und durch welches qualitativ hochwertige
Schleifringbursten mit kleinem erforderlichen Bauraum
herstellbar sind.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf durch
die Merkmale des Anspruches 1 gelést.

[0008] Dariber hinaus wird durch die Erfindung eine
neuartige Schleifringbirste geschaffen, durch welche die
Lebensdauer bzw. die Zuverlassigkeit von Schleifrin-
geinheiten signifikant erhoht wird. Dies wird durch die
Schleifringbiirste gemar dem Anspruch 6 geldst.
[0009] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
dass zumindest ein Biirstenelement auf eine erste Ober-
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flache einer Leiterplatte gelétet wird, wobei der Lotvor-
gang derart vorgenommen wird, dass Lot, von der zwei-
ten Oberflache der Leiterplatte kommend, durch Bohrun-
gen der Leiterplatte bis zum Burstenelement hindurch-
tritt. Durch dieses Verfahren werden die Leiterbahnen
der Leiterplatte mit dem Birstenelement elektrisch und
mechanisch verbunden.

[0010] Im Folgendem ist unter dem Begriff Bohrung
eine Offnung bzw. ein Loch zu verstehen, welches nicht
unbedingt einen Kreisquerschnitt aufweisen muss, viel-
mehr kénnen die Bohrungen etwa auch einen Vieleck-
querschnitt aufweisen oder beliebige sonstige Kurven-
geometrien als Umfangsbegrenzung haben.

[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung werden an der zweiten Oberflache der Leiterplatte
Pads angeordnet, an den die Enden eines Kabels, mit
Vorteil eines Flachbandkabels, elektrisch kontaktiert
werden kdnnen.

[0012] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung ent-
nimmt man den abh&ngigen Anspriichen.

[0013] Weitere Einzelheiten und Vorteile des erfin-
dungsgemafen Schleifringes und des entsprechenden
Verfahrens ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausfiihrungsbeispieles anhand der
beiliegenden Figuren.

[0014] Es zeigen die

Figur 1  eine Draufsicht auf eine erste Oberflache ei-
ner Leiterplatte, die als Birstenblock dient,

Figur 2  eine Draufsicht auf eine zweite, der ersten ge-
genuber liegenden, Oberflache der Leiterplat-
te,

Figur 3  eine schematische Darstellung von Verfah-
rensschritten zur Herstellung einer erfin-
dungsgemafen Schleifringbirste,

Figur 4  eine Draufsicht der Schleifringblrste mit ei-
nem Flachbandkabel,

Figur 5 eine Seitenansicht der Schleifringbirste mit
an der Leiterplatte befestigten Birstenele-
menten und einem Flachbandkabel.

[0015] Inder Figur 1 ist eine Draufsicht auf eine erste

Oberflache A einer Leiterplatte 1 dargestellt. Auf dieser
Oberflache A der Leiterplatte 1 befinden sich Leiterbah-
nen 1.1, 1.11 im gezeigten Beispiel aus Kupfer, die an
Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22 enden. Diese Bohrungen 1.2,
1.21, 1.22, welche die Leiterplatte 1 vollstandig durch-
dringen, sind metallisiert, so dass sie an ihren Innenwan-
dungen, sowie ringférmig an deren Randern metallisch,
im gezeigten Beispiel mit Zinn, beschichtet sind. Die Lei-
terplatte 1 besteht aus Epoxydharz, welches mit Glasfa-
sern gefullt ist, und weist eine vergleichsweise niedrige
Warmeleitfahigkeit auf. Alternativ dazu kénnen auch an-
dere Materialen fiir die Leiterplatte 1 verwendet werden,
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wie zum Beispiel Werkstoffe, die auf Polyamid- oder Ke-
ramikkomponenten basieren.

[0016] Inder Figur 2 ist eine Draufsicht auf die zweite
Oberflache B der Leiterplatte 1 gezeigt. In dieser Ansicht
sind neben den Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22 und weiteren
Leiterbahnen 1.1, 1.12 auch Pads 1.3, 1.31, 1.31a, 1.32,
1.32a dargestellt. Parallel zur Zeichenebene der Figuren
1 und 2 verlauft eine virtuelle geometrische Ebene, nam-
lich der Mittenlangsschnitt C, welche in den Figuren 3
und 5 in den Seitenansichten der Leiterplatte 1 darge-
stellt ist. Demnach befindet sich der Mittenlangsschnitt
C mittig zwischen den beiden Oberflachen A und B.
[0017] GemafR den Figuren 1 und 2, sind sowohl auf
der Oberflache A, als auch auf der Oberflache B, die
Leiterbahnen 1.1, 1.11, 1.12 als auch die Pads 1.3, 1.31,
1.31a, 1.32, 1.32a punktsymmetrisch bezuglich des Fl&-
chenmittelpunktes P angeordnet. Dariiber hinaus gilt die-
se Symmetriebetrachtung beziglich des Flachenmittel-
punktes P auch fur die Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22 und
die AuBenkontur der Leiterplatte 1.

[0018] GemafR den Figuren 3, 4 und 5 umfasst die er-
findungsgeméRe Schleifringbiirste Birstenelemente,
dieim gezeigten Beispiel als Drahtbiigel 2, 21 ausgefiihrt
sind. Die Drahtbugel 2, 21, welche allesamt baugleich
ausgefuhrt sind, weisen drei Schenkel 2.1, 21.1; 2.2,
21.2; 2.3, 21.3 auf und haben eine im Wesentliche U-
formige bzw. Q-férmige Gestalt, so dass die Drahtbigel
2, 21 jeweils eine Offnung 21.4 haben. Die Drahtbiigel
2,21 bzw. deren Schenkel 2.1, 21.1; 2.2, 21.2; 2.3, 21.3
haben eine Innenseite | und eine AuRenseite O. Die In-
nenseite | ist derjenige geometrische Bereich der Schen-
kel 2.1, 21.1; 2.2, 21.2; 2.3, 21.3, der zum Mittelpunkt
bzw. zum Schwerpunkt des Drahtbiigels 2, 21 weist. Da-
gegen weist die Au3enseite O vom Mittelpunkt des U-
bzw. Q-férmigen Drahtbiigels 2, 21 weg nach au3en. Die
AuRenseite O ist also am Auf3enumfang des Drahtbugels
2,21.

[0019] Die Drahtbuigel 2, 21 sind im vorgestellten Aus-
fuhrungsbeispiel aus einem 20 mm langen Draht mit ei-
nem Durchmesser von 0,2 mm durch ein Biegeverfahren
hergestellt. Bedingt durch die Anforderungen beziglich
einer moglichst miniaturisierten Bauweise der Schleifrin-
geinheiten weisen die Drahtbligel 2, 21 einen entspre-
chend geringen Durchmesser auf. Die derartig diinnen
Drahtbtigel 2, 21 haben eine Uiberaus hohe volumenbe-
zogene Oberflache (etwa 20 mm2/mms3), wodurch sie
binnen kirzester Zeit in ihrem gesamten Volumen die
Umgebungstemperatur annehmen. Die Drahtbiigel 2, 21
bestehen im gezeigten Beispiel aus einer Edelmetallle-
gierung. Diese Edelmetalllegierung weist als Hauptbe-
standteil das Edelmetall Palladium auf mit Anteilen von
Kupfer und Silber. Alternativ dazu kann beispielsweise
als Edelmetalllegierung auch eine Mischung aus Gold,
Kupfer und Silber verwendet werden, wobei hier Gold
als Hauptkomponente verwendet werden kann. Die
Komponenten der Legierung weisen jedenfalls mit VVor-
teil ein in Bezug auf Wasserstoff als Nullpotential positi-
ves elektrochemisches Potenzial auf.
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[0020] Anhand der Verbindung und Kontaktierung des
Drahtbiigels 21 an die Leiterplatte 1 soll das Verfahren
zur Herstellung der erfindungsgemaRen Schleifringbir-
ste erlautert werden.

[0021] Zun&chst werden in dem Verfahren entspre-
chend der Figur 3 in den Schritten S1 und S2 die Leiter-
platte 1 und ein Drahtbiigel 21 bereitgestellt. Sodann wird
im Schritt S3 auf die Oberflache A der Leiterplatte 1 die
AuRenseite O des Schenkels 21.1 des Drahtbiigels 21
derart aufgesetzt, dass die AuRenseite O des Schenkels
21.1 am Austritt der Bohrungen 1.21, 1.22 zu liegen
kommt. Dabei ist also der Drahtbtigel 21 so ausgerichtet,
dass bezogen auf den Mittenquerschnitt C der Leiterplat-
te 1 sich die Offnung 21.4 auf der gleichen Seite befindet
wie die Oberflache A, an welcher der Schenkel 21.1 auf-
gesetztist. Mitanderen Worten sind ausgehend vom Mit-
tenquerschnitt C die jeweiligen Elemente in folgender
Reihenfolge angeordnet: Oberflache A, Schenkel 21.1,
Offnung 21.4, so dass der Schenkel 21.1 zwischen der
Leiterplatte 1 und der Offnung 21.4 liegt. Im Idealfall wird
der Schenkel 21.1 so auf die Oberflache A der Leiterplat-
te 1 aufgesetzt, dass dieser mittig Uber dem jeweiligen
Austritt der Bohrungen 1.21, 1.22 zu liegen kommt. In
der Praxis zeigt sich jedoch, dass hier Abweichungen
von *= 0,4 mm von der Mitte der Bohrungen 1.21, 1.22
toleriert werden kénnen, ohne dass nennenswerte Qua-
litatseinbuBen der Loétverbindung festgestellt werden.
Die Schenkel 21.1 werden jedenfalls am Austritt der Boh-
rungen 1.21, 1.22 auf die Leiterplatte 1 aufgesetzt. Der
Begriff am Austrittder Bohrungen 1.21, 1.22 umfasst also
einen Flachenbereich, innerhalb welchem ein aufgesetz-
ter Schenkel 21.1 noch mittels Lot 3, welches durch die
Bohrungen 1.21, 1.22 hindurchtritt funktionsgeman ver-
|6tet werden kann.

[0022] Nachdem der Drahtbiigel 21 bzw. dessen
Schenkel 21.1 nunmehr derartig am Austritt der Bohrun-
gen 1.21, 1.22 auf die Leiterplatte 1 aufgesetzt wurde,
wird dieser im gezeigten Beispiel durch ein Handlétver-
fahren an der Leiterplatte 1 dauerhaft befestigt. Dabei
wird das heil3e Lot, bzw. das heil3e L6tzinn, von der Ober-
flache B der Leiterplatte 1 her in die Bohrungen 1.21,
1.22 eingefuhrt, so dass es infolge der Kapillarwirkung
durch die Bohrungen 1.21, 1.22 und durch den Spalt zwi-
schen den Bohrungen 1.21, 1.22 und dem Drahtbiigel
21 steigt. Die Warmequelle fiir den Létprozess befindet
sich also auf der dem Drahtbiigel 21 gegenuberliegen-
den Seite der Leiterplatte 1, so dass die Leiterplatte 1
eine gegenliber dem Warmeeintrag abschirmende Wir-
kung auf den Drahtbiigel 21 austibt.

[0023] Wie bereits beschrieben, nehmen derartig fili-
grane Drahtbiigel 2, 21 sehr rasch die Umgebungstem-
peratur an. Wenn nun ein Drahtblgel 2, 21 einer Tem-
peratur, wie sie bei einem herkdbmmlichen Létprozess
auftritt, unmittelbar ausgesetzt wiirde, wiirde dieser ohne
nennenswerten Zeitverzug vollstédndig durchwarmt. Eine
Durchwarmung auf diesem Temperaturniveau fuhrt aber
bei den Werkstoffen, wie sie tiblicherweise fiir die Draht-
bugel 2, 21 verwendet werden, zu einer Veranderung im
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Werkstoffgefiige, was letztlich die elastische Verform-
barkeit der Drahtbuigel 2, 21 bzw. deren Federkonstante
verschlechtert. Durch das erfindungsgeméfle Verfahren
wird also unter anderem eine temperaturschonende Be-
handlung der Drahtbiigel 2, 21 erreicht, wenn diese an
die Leiterplatte 1 gel6tet werden.

[0024] Mit dem Verfahren wird nunmehr vermieden,
dass die Drahtbiigel 2, 21 hohen Temperaturen ausge-
setzt werden, so dass durch das Anléten keine Beein-
trachtigungen seiner Federeigenschaften, bzw. seiner
Elastizitat festzustellen sind, insbesondere in den Berei-
chen welche im Betrieb eine hohe Elastizitat aufweisen
mussen, namlich die Schenkel 2.2, 21.2 und 2.3, 21.3,
sowie die Ubergangsbereiche von diesen Schenkeln 2.2,
21.2, 2.3, 21.3 in den Schenkel 2.1, 21.1. Mit dem glei-
chen Verfahren werden danach alle tibrigen Drahtbiigel
2, an der Leiterplatte 1 befestigt. Auf diese Weise wird
durch einen Arbeitsgang, namlich dem Loétprozess, so-
wohl eine elektrische Kontaktierung zwischen den Draht-
biigeln 2, 21 und den Leiterbahnen 1.1, 1.11, 1.12 her-
gestellt, als auch eine feste mechanische Verbindung
zwischen den Drahtbiigeln 2, 21 und der Leiterplatte 1.
Weitere Arbeitsgéange zum Befestigen der Drahtbiigel 2,
21 auf der Leiterplatte 1 sind nicht zwingend notwendig,
so dass mit diesem Verfahren eine Uberaus wirtschaftli-
che Herstellung von Schleifringbirsten méglich ist. Die
Leiterplatte 1 erfullt nunmehr auch die Funktion eines
Burstenblockes einer Schleifringbirste.

Alternativ zum Handl6tverfahren kann auch ein Schwall-
I6tverfahren angewendet werden, bei dem vor dem ei-
gentlichen Léten die Schenkel 2.1, 21.1 der Drahtbiigel
2, 21 auf die Oberflache A der Leiterplatte 1 aufgeklebt
werden, wobei die Drahtbiigel 2, 21 wiederum so aus-
gerichtet werden, dass sich die Offnung 21.4 bezogen
auf den Mittenlangsschnitt C der Leiterplatte 1 auf der
gleichen Seite befindet, wie die Oberflache A und die fur
die Kontaktierung jeweils relevanten Bohrungen 1.2,
1.21, 1.22 von den Schenkeln 2.1, 21.1 der Drahtbiigel
2,21 abgedeckt werden, bzw. die Schenkel 2.1,21.1 am
Austritt der Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22 liegen. Danach
wird die Leiterplatte 1 Uber ein Transportsystem mit
gleichmaRiger Geschwindigkeit durch eine Lotmaschine
bewegt und einem Schwallltverfahren ausgesetzt. Um
zuverhindern, dassdie Pads 1.3,1.31,1.31a,1.32,1.32a
Lot annehmen, oder wenn bestimmte Bohrungen 1.2,
1.21, 1.22 auf der Leiterplatte 1 nicht mit Lot gefllt wer-
den sollen, kann man diese Pads 1.3, 1.31, 1.31a, 1.32,
1.32a oder die betreffende Bohrungen 1.2,1.21, 1.22 vor
dem Schwallléten mit hitzebestandigem Klebestreifen
abkleben.

[0025] Alle Schenkel 2.1, 21.1,2.2,21.2,2.3,21.3 der
Drahtbiigel 2, 21 befinden sich also nach dem Schritt S4
auf einer Seite der Leiterplatte 2, 21 namlich auf der Seite
der Oberflache A. Diese Anordnung hat den Vorteil, dass
somit an der Oberflache B der Leiterplatte 1 fir das An-
I6ten eines Kabels, im gezeigten Beispiel eines Flach-
bandkabels 5, keine Schenkel 2.1, 21.1, 2.2, 21.2, 2.3,
21.3 des Drahtbiigels 2, 21 angeordnet sind, die als geo-
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metrische Hindernisse oder Stdrkonturen fiir den Anl6t-
prozess wirken wiirden. Das Flachbandkabel 5 weist ge-
maR der Figur 5 sechs Einzeldrahte 5.1 bis 5.6 mit zu-
gehdriger Isolierung auf, dabei ist jeder Einzeldraht 5.1
bis 5.6 zum Zwecke seiner Kennzeichnung mit jeweils
einer unterschiedlich eingeféarbten Kunststoff-Isolierung
umgeben. Die Verwendung eines Flachbandkabels 5 hat
unter anderem den Vorteil, dass die Reihenfolge der Ein-
zeldréhte 5.1 bis 5.6 durch deren jeweils seitliche Ver-
bindung der Kunststoff-Isolierung vorgegeben ist, so
dass ein Vertauschen der Einzeldréhte 5.1 bis 5.6 beim
Anléten an die jeweiligen Pads 1.3, 1.31, 1.31a, 1.32,
1.32a weitgehend vermieden werden kann. Die abiso-
lierten Enden der Einzeldréhte 5.1 bis 5.6 des Flachband-
kabels 5 werden also im Schritt S5 an die Pads 1.3, 1.31,
1.32 mit einem Handl6tverfahren geldtet. Dadurch, dass
die Oberflache B der Leiterplatte 1 fiir das Loten keine
geometrischen Hindernisse aufweist, kann das Léten
sehr rasch erfolgen und eine durchgehend hohe Qualitét
der Lotstellen zwischen den Enden des Flachbandkabels
5 und den Pads 1.3, 1.31, 1.32 erreicht werden.

[0026] In der Figur 4 ist eine Draufsicht auf eine erfin-
dungsgemale Schleifringbirste gezeigt. Dabei ragen in
der Darstellung die an die Leiterplatte 1 angeléteten
Drahtbiigel 2, 21 aus der Zeichenebene heraus. In der
Figur 4 ist der Rotor 4, bestehend aus sechs einzelnen
axial aneinandergereihten und gegeneinander elektrisch
isolierten Schleifringen, wie er in der fertig montierten
Schleifringeinheit vorgesehen ist, durch gestrichelte Li-
nien angedeutet. Dartber hinaus ist in dieser Figur 4
auch das Flachbandkabel 5, welches an der Oberflache
B der Leiterplatte 1 befestigt ist gezeigt, wobei die von
der Leiterplatte 1 verdeckten Konturen des Flachband-
kabels 5 gestrichelt dargestellt sind.

[0027] Die Figur 5 zeigt eine Seitenansicht der erfin-
dungsgemafRen Schleifringbirste, bestehend aus der
Leiterplatte 1, welche als Burstenblock dient und dem
Drahtbiigel 21, der ein Burstenelement darstellt. An der
Schleifringburste, bzw. an der Leiterplatte 1 ist ein Flach-
bandkabel 5 gemaR dem Schnitt Z-Z (Figur 4) kontaktiert.
Die &ulReren Einzeldrahte 5.1, 5.2 sind im Bereich des
Anschlussendes des Flachbandkabels 5 entsprechend
dem Muster der Pads 1.3, 1.31, 1.32 (Figur 2) divergie-
rend gebogen. Die Schenkel 21.2, 21.3 des Drahtbugels
21 liegen geman der Figur 4 an einem Schleifring des
Rotors 4 an. Fir eine einwandfreie Funktion der Schleif-
ringeinheit ist es notwendig, dass stets zumindest einer
der Schenkel 21.2, 21.3 an einem Schleifring anliegt. Ei-
ne entscheidende Grol3e fir dieses Verhalten ist die Fe-
derkonstante des Drahtbiigels 21. Diese Federkonstante
wurde aufgrund des thermisch schonenden Herstel-
lungsverfahrens der Schleifringbiirste nicht nachteilig
beeinflusst. Es werden also durch den schleifenden Kon-
takt Strdme vom Rotor beispielsweise auf den Drahtbi-
gel 21 ubertragen. Uber die mit Lot 3 aufgefiillten Boh-
rungen 1.21, 1.22 wird der Strom zur Leiterbahn 1.11,
die sich auf der Oberflache A der Leiterplatte befindet,
geleitet. Durch die Kontaktierung an zwei Bohrungen
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1.21, 1.22 wird einerseits sichergestellt, dass eine aus-
reichende mechanische Festigkeit der Verbindung ge-
geben ist, und andererseits wird auch eine redundante
elektrische Verbindung erreicht, weil die Bohrungen
1.21,1.22 durch die Leiterbahn 1.11 miteinander verbun-
den sind. Der zu Ubertragende Strom gelangt dann tber
die Leiterbahn 1.12 auf der Oberflache B der Leiterplatte
1 zum Pad 1.32. An diesem Pad 1.32 ist ein Einzeldraht
5.2 des Flachbandkabels 5 angel6tet, so dass der zu
Uibertragene Strom in das Flachbandkabel 5 flieRen
kann.

[0028] Durch die bezuglich des Punktes P symmetri-
sche Anordnung der Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22, Leiter-
bahnen 1.1, 1.11, 1.12 und Pads 1.3, 1.31, 1.31a, 1.32,
1.32a kann die Ausschussrate bei der Herstellung der
Schleifringburste bzw. die Bearbeitungszeit in der Ferti-
gung erheblich reduziert werden. Denn es muss aus die-
sem Grund beim Aufsetzten eines Drahtbigels 2, 21 le-
diglich darauf geachtet werden, dass die richtige Seite,
beispielsweise die Oberflache A, der Leiterplatte 1 fir
das Aufsetzen gewahlt wird. Dagegen spielt eine um den
Punkt P um 180° verdrehte Lage der Leiterplatte 1 keine
Rolle fur die spatere Funktionsfahigkeit der Schleifring-
birste.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer Schleifringbirste
umfassend

- eine Leiterplatte (1), die eine erste Oberflache
(A) und eine der erste Oberflache (A) gegen-
Uberliegende zweite Oberflache (B) aufweist,
mit einer Leiterbahn (1.1, 1.11, 1.12) und einer
Bohrung (1.2, 1.21, 1.22), welche die Leiterplat-
te (1) durch die Oberflache (A) und die Oberfla-
che (B) hindurch durchdringt, und

- einem Birstenelement (2, 21), welches eine
Innenseite (1) und eine AuRenseite (O) aufweist,
wobei

ein elektrischer Kontakt zwischen dem Biirstenele-
ment (2) und der Leiterbahn (1.1, 1.11, 1.12) durch
Loéten hergestellt wird, dadurch gekennzeichnet
dass,

vor dem Ldéten die AuRBenseite (O) des Biirstenele-
mentes (2, 21) auf die erste Oberflache (A) der Lei-
terplatte (1) aufgesetzt und so ausgerichtet wird,
dassdas Birstenelement (2, 21) am Austritt der Boh-
rung (1.2, 1.21, 1.22) aus der ersten Oberflache (A)
der Leiterplatte (1) zu liegen kommt und weiterhin
das Burstenelement (2, 21), in der Weise verlotet
wird, dass das Lot (3), kommend von der zweiten
Oberflache (B) der Leiterplatte (1) durch die Bohrung
(1.2,1.21, 1.22) der Leiterplatte (1) bis hin zum Biir-
stenelement (2, 21) an der Oberflache (A) hindurch-
tritt.
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2. Verfahren gemaR dem Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bohrung (1.2, 1.21, 1.22)
vor dem Loten metallisiert wird.

3. Verfahren geméaR dem Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass ein HandI6t- oder ein
Schwalllétprozess angewendet wird.

4. Verfahren gemaR einem der vorhergehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bir-
stenelement (2, 21) aus mehreren Schenkeln (2.1,
21.1,2.2,21.2, 2.3, 21.3) besteht.

5. Verfahren gemaR einem der vorhergehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
zweiten Oberflache (B) der Leiterplatte (1) ein Pad
(1.3, 1.31, 1.31a, 1.32, 1.32a) vorgesehen ist, an
dem in einem weiteren Verfahrensschritt das Ende
eines Kabels (5), insbesondere eines Flachbandka-
bels, kontaktiert wird (S5).

6. Schleifringblrste, bestehend aus

- einer Leiterplatte (1), die eine erste Oberflache
(A) und eine der erste Oberflache (A) gegen-
Uberliegende zweite Oberflache (B) aufweist,
mit einer Leiterbahn (1.1, 1.11, 1.12) und einer
Bohrung (1.2, 1.21, 1.22), welche die Leiterplat-
te (1) durch die Oberflache (A) und die Oberfla-
che (B) hindurch durchdringt, und

- einem Birstenelement (2, 21), welches eine
Innenseite (1) und eine AuRRenseite (O) aufweist,
wobei

das Burstenelement (2) und die Leiterbahn (1.1,
1.11,1.12) durch eine Létverbindung in elektrischem
Kontakt stehen, dadurch gekennzeichnet dass,
das Birstenelement (2, 21), in der Weise verlttet ist,
dass an der Loétverbindung die Au3enseite (O) des
Burstenelementes (2, 21) zur ersten Oberflache (A)
der Leiterplatte (1) weist und dass das Lot (3), von
der zweiten Oberflache (B) der Leiterplatte (1) durch
die Bohrung (1.2, 1.21, 1.22) der Leiterplatte (1) bis
hin zum Burstenelement (2, 21) an der Oberflache
(A) hindurchgetreten ist.

7. Schleifringbirste, gemal dem Anspruch 6,dadurch
gekennzeichnet, dass das Biirstenelement (2, 21)
U-férmig ausgestaltet ist und mehrere Schenkel
(2.1,21.1,2.2,21.2, 2.3, 21.3) umfasst.

8. Schleifringbiirste gemaR einem der Anspriiche 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Bur-
stenelement (2, 21) aus einer Edelmetalllegierung
besteht.

9. Schleifringbirste geman einem der Anspriiche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung
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(1.2,1.21, 1.22) metallisiert ist.

Schleifringburste gemaf einem der Anspruche 6 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass auf der zweiten
Oberflache (B) der Leiterplatte (1) ein Pad (1.3, 1.31,
1.31a, 1.32, 1.32a) vorgesehen ist, an dem das En-
de eines Kabels (5), insbesondere eines Flachband-
kabels, kontaktierbar ist.

Claims

1.

Method for producing a slip ring brush, comprising

- a printed circuit board (1) which has a first sur-
face (A) and a second surface (B) situated op-
posite the first surface (A),

- having a strip conductor (1.1, 1.11, 1.12) and
a boring (1.2, 1.21, 1.22), which penetrates the
printed circuit board (1) through the surface (A)
and the surface (B), and

- abrush element (2, 21) which has an inner side
(I) and an outer side (O),

an electrical contact being produced between the
brush element (2) and the strip conductor (1.1, 1.11,
1.12) by soldering,

before soldering, the outer side (O) of the brush el-
ement (2, 21) being placed on the first surface (A)
of the printed circuit board (1) and orientated in such
a manner that the brush element (2, 21) comes to
be situated at the outlet of the boring (1.2, 1.21, 1.22)
from the first surface (A) of the printed circuit board
(1) and furthermore

the brush element (2, 21) being soldered in such a
manner that the solder (3), coming from the second
surface (B) of the printed circuit board (1), passes
through the boring (1.2, 1.21, 1.22) of the printed
circuit board (1) up to the brush element (2, 21) on
the surface (A).

Method according to claim 1, characterised in that
the boring (1.2, 1.21, 1.22) is metallised before the
soldering.

Method according to claim 1 or 2, characterised in
that a hand soldering or wave soldering process is
applied.

Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the brush element (2, 21)
comprises a plurality of members (2.1, 21.1, 2.2,
21.2,2.3,21.3).

Method according to one of the preceding claims,
characterised in that a pad (1.3, 1.31, 1.31a, 1.32,
1.32a) is provided on the second surface (B) of the
printed circuit board (1), on which pad, in a further
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6.

10.

10

method step, the end of a cable (5), in particular a
flat strip cable, is contacted (S5).

Slip ring brush, comprising

- a printed circuit board (1) which has a first sur-
face (A) and a second surface (B) situated op-
posite the first surface (A),

having a strip conductor (1.1, 1.11, 1.12) and a
boring (1.2, 1.21, 1.22) which penetrates the
printed circuit board (1) through the surface (A)
and the surface (B), and

-abrush element (2, 21) which has an inner side
() and an outer side (O),

the brush element (2) and the strip conductor (1.1,
1.11, 1.12) being in electrical contact by means of a
soldered joint,

characterised in that

the brush element (2, 21) is soldered in such a man-
ner that, at the soldered joint, the outer side (O) of
the brush element (2, 21) points towards the first
surface (A) of the printed circuit board (1) and in that
the solder (3) has passed from the second surface
(B) of the printed circuit board (1) through the boring
(1.2, 1.21, 1.22) of the printed circuit board (1) up to
the brush element (2, 21) on the surface (A).

Slip ring brush according to claim 6, characterised
in that the brush element (2, 21) has a U-shaped
configuration and comprises a plurality of members
(2.1,21.1,2.2,21.2, 2.3, 21.3).

Slip ring brush according to one of the claims 6 or 7,
characterised in that the brush element (2, 21)
comprises a noble metal alloy.

Slip ring brush according to one of the claims 6 to 8,
characterised in that the boring (1.2, 1.21, 1.22) is
metallised.

Slip ring brush according to one of the claims 6 to 9,
characterised in that a pad (1.3, 1.31, 1.31a, 1.32,
1.32a) is provided on the second surface (B) of the
printed circuit board (1), on which pad the end of a
cable (5), in particular a flat strip cable, can be con-
tacted.

Revendications

1.

Méthode de production d’'un balai pour bague col-
lectrice comprenant :

- une carte de circuits imprimés (1) avec une
premiere face (A) et une seconde face (B) op-
posée alapremiere, qui comporte une piste con-
ductrice (1.1, 1.11, 1.12) et un pergage (1.2,
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1.21, 1.22) traversant la carte (1) de la face (A)
a la face (B),

- un élémentde balai (2.21) comportant une face
interne (1) et une face externe (O), avec un con-
tact électrique entre cet élément (2) et la piste
conductrice (1.1, 1.11, 1.12) assuré par
brasage,

caractérisée en ce que

- avant le brasage, la face externe (O) de I'élé-
ment de balai (2, 21) est placée sur la premiere
face (A) de la carte (1) en étant orientée de ma-
niére que I'élément de balai (2, 21) vienne se
placer sur la sortie du pergage (1.2, 1.21, 1.22)
située sur la premiére face (A) de la carte (1),
- 'élément de balai (2, 21) est brasé de maniere
que la brasure (3) provenant de la seconde face
(B) de la carte (1) traverse le percage (1.2, 1.21,
1.22) pour atteindre I'élément de balai (2, 21)
sur la face (A).

Méthode de production selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que le percage (1.2, 1.21, 1.22)
est métallisé avant brasage.

Méthode de production selon la revendication 1 ou
2, caractérisée en ce que le brasage utilisé est un
brasage manuel ou un brasage tendre a la vague.

Méthode de production selon une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que I'élé-
ment de balai (1, 21) est composé de plusieurs
étriers (2.1, 21.1, 2.2, 21.2, 2.3, 21.3).

Méthode de production selon une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que sur la
seconde face (B) de la carte (1) est prévu un point
de contact (1.3, 1.31, 1.31a, 1.32, 1.32a) auquel est
raccordée, au cours d'une autre étape (S5), I'extré-
mité d’un cable (5), notamment d’'un cable a bandes
plates.

Balai pour bague collectrice composé :

- d’'une carte de circuits imprimés (1) avec une
premiéere face (A) et une seconde face (B) op-
posée alapremiere, qui comporte une piste con-
ductrice (1.1, 1.11, 1.12) et un pergage (1.2,
1.21, 1.22) traversant la carte (1) de la face (A)
a la face (B),

- d’'un élément de balai (2.21) comportant une
face interne () et une face externe (O), avec un
contact électrique entre cet élément (2) et la pis-
te conductrice (1.1, 1.11, 1.12) assuré par
brasage,

caractérisée en ce que I'élément de balai (2, 21)
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10.

est brasé de maniére qu’a la liaison par brasage, la
face externe (O) de I'élément de balai (2, 21) est en
regard de la premiére face (A) de la carte (1), et la
brasure (3) provenant de la seconde face (B) de la
carte (1) traverse le pergage (1.2, 1.21, 1.22) pour
atteindre I'élément de balai (2, 21) sur la face (A).

Balai pour bague collectrice selon la revendication
6, caractérisé en ce que [|'élément de balai (2, 21)
a la forme d’'un U et présente plusieurs branches
(2.1,21.1,2.2,21.2 et 2.3, 21.3).

Balai pour bague collectrice selon la revendication
6 ou 7, caractérisé en ce que I'élément de balai (2,
21) est fait d'un alliage de métal noble.

Balai pour bague collectrice selon une des revendi-
cations 6 a 8, caractérisé en ce que le percage
(1.2, 1.21, 1.22) est métallisé.

Balai pour bague collectrice selon une des revendi-
cations 6 a9, caractérisé en ce que surla seconde
face (B) de la carte de circuits imprimés (1) est prévu
un point de contact (1.3, 1.31, 1.31a, 1.32, 1.32a)
auquel peut étre raccordée I'extrémité d'un cable (5),
notamment d’'un cable a bandes plates.
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